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Sviluppato da INFN-TO per lettura SiPM a DARKSIDE a 77K 
Scelto per lettura SiPM del dRICH di EPIC-EIC

dRICH @Torino: ALCOR ASIC!
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ALCOR (A Low Power Chip for Optical Sensor Readout)
http://personalpages.to.infn.it/~fcossio/projects/ALCOR/ALCOR_user_guide.pdf
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Sviluppato da INFN-Torino per lettura SiPM a DARKSIDE a 77K 
Scelto per lettura SiPM del dRICH

• v1 disponibile a inizio ‘21  

• Successivo sviluppo di una nuova versione ottimizzata per EIC-dRICH
à v2 disponibile a giugno ‘23

• Attualmente in disegno la versione v3 (64 canali, flip-chip BGA package)

• v1 e v2 utilizzate per test irradiazione e test su fascio (ultimo beam test maggio ‘24)

Fondamentale contributo del laboratorio di elettronica INFN-Torino

La storia di ALCOR
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Reminder: ALCOR v2
v2 marks the start of a specific branch of the ASIC devoted to EIC application

IN
T
R
O
D
U
Z
IO

N
E



• Disegno di ALCOR v3

• Disegno dell’interposer 
   per BGA packaging 

• Preparazione e presa dati 
   test beam fine maggio 

Attività nel 2024 



• 64 channel version inside a BGA package (256 IO pins)

• Small revisions of FE design to improve time resolution and rate capability         
    of the SIPM+ALCOR system 

• Digital shutter: inhibit pixel digital logic for data reduction                                          
   (EIC bunch crossing 10 ns, about 300 ps bunch lenght à 2-3 ns time window 
    provides factor 3-5 data reduction before digitization)

• Operation with multiple of EIC clock frequency (98.52 MHz):                                 
    digital logic, TDCs and serializers re-implemented and verified at 394.08 MHz

• Protection for Single Event Upset (SEU) extended to periphery configuration 
registers

             Ready for submission to Multi-Project Wafer (MPW) at the end of 2024  

Disegno di ALCOR v3
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Run del 25 novembre cancellato da UMC

Ordine verrà comunque fatto nel 2024

➢ Ordine verrà comunque fatto quest’anno

Old schedule

New schedule

ALCOR v3, MPW
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Coperto da fondi 2024



BGA: ball grid array

● Substrato disegnato da INFN Torino
● Flip-chip assembly e packaging finale eseguito da ALTER TECHNOLOGY 

(https://wpo-altertechnology.com/flip-chip-assembly/)

5 mm

7 m
m

FEB

ALCOR 64

ALCOR 64

ALCOR v3, BGA package
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Fondi 24, SJ (50keuro)

https://wpo-altertechnology.com/flip-chip-assembly/


Bottom view

ALCOR-64

digital

analog

Top view

17 mm

17 mm

ALCOR v3, BGA package
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Fondi 24, SJ (50keuro)

BGA: ball grid array

● Dimensioni package: 17 x 17 mm2

● Numero di connessioni: 256 balls (16x16)
● Passo: 1 mm
● Materiale substrato: BT Epoxy (Isola G200)
● Numero di layer = 10
● Spessore totale = 1.27 mm

Layout quasi completo, pronto per richiesta offerta 
nelle prossime settimane e sblocco SJ a settembre



Test beam di fine maggio 

64 ALCOR v2.1, 
2048 canali A
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à talk di R. Preghenella 



• Validazione di ALCOR v3

• Produzione di ALCOR v3!

• Sviluppo schede di 
   front-end (FEB)

Attività nel 2025 



• First complete electrical characterization and validation of ALCOR v3 
on several samples 

à v3 ready for ER at the end of 2025

Engineering Run (ER)

Richiesta 270 keuro 
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Vecchia offerta del 22, siamo in 
attesa di una offerta aggiornata

Richiesta 270 keuro 

ALCOR production, engineering run (ER)
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• First complete electrical characterization and validation of ALCOR v3 on several 
samples. To be designed and produced an «ad hoc»  socket test board 

à v3 ready for ER at the end of 2025

• Start development of automated test system in view of the ASIC mass production 
– will use socket test board 

• Design of the final Front End Board (FEB) in parallel with the RDO and SiPM 
carrier board design. Production of about 20 such boards. 

• Production of Fake FEB (around 40) to be used in test of 
    RDO-ALCOR v2 

Non solo ER

Richiesta 5 keuro 

Richiesta 10 keuro 

Richiesta 270 keuro 

Richiesta 5 keuro 
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Current RO system 
Photo Detector Unit (PDU)

- Two 32-channel ALCOR v2 wire-bonded on the PCB 

- 4 ALCOR FE-dual boards for each PDU

Used in 2023 and 2024 beam tests

ALCOR FE-DUAL



Future RO system: final FEB 
Photo Detector Unit (PDU)

• Produzione schede Front–End Board (FEB) dove montare gli ALCOR v3 
in package BGA

• I due ALCOR a 32 canali wire-bonded sulla scheda ALCOR FE dual 
sostituiti da 1 ALCOR a 64 canali BGA

• Connettori FireFly sostituiti da interfaccia verso RDO

• 8 x 4 cm2 maximum area 

Richiesta 10 keuro 
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à talk di R. Preghenella 



Fake FEB
Richiesta 5 keuro 
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Sintesi delle richieste di Torino per 2025 
Descrizione RIchieste SJ

Sottomissione Engineering Run (ER) 270

ALCOR fake FEB 5

ALCOR final FEB 10

Test board con zoccolo per BGA 5
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Grazie!


